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〔◎：各分科会主査〕

化学工学誌　アンケートのお願い
　化学工学誌編集委員会では，本誌に対する意見を
数多く集め，今後の企画・編集作業に役立てるため
に，Webを利用したアンケートを実施しております。
　このアンケートは，記事の内容の評価を目的とし
たものではなく，今後の企画・記事に反映させて，
読者に愛される化学工学誌を目指すためのものであ
ります。趣旨をご理解いただき，アンケートにご協
力をお願い致します。

○化学工学誌10号に関するアンケートは，10月上
旬以降，ホームページ上でできるようになります。
回答期間：2023年10月上旬〜2023年11月15日

化学工学誌編集委員会
委員長　藤井重孝

○化学工学会ホームページ
　URL：https://www.scej.org

○ホームページ内マイページの各項目を閲覧する
際，必要となるユーザーIDとパスワードは以下の
通りです。

　　ユーザーID：各個人の会員番号
　　パスワード：各個人の個人情報を変更する際に
　　　　　　　　使用するパスワード

・入会，住所・勤務先等の変更手続きの方法につい
ては，学会ホームページへ

・会告記事に関する御意見は，
kakoushi@scej.org　まで

　お願いいたします。
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　『化学工学』は，内閣府に認可された学術団体である公益社
団法人　化学工学会の会誌で，化学工学ならびに関連分野に
おける最新技術の解説を中心に，時代に適した貴重な技術情
報を提供するものです。

本誌は，著者の意向を尊重し，なるべく原稿そのままの掲載
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